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康宁推进玻璃基板工艺，台积电称 3D 封装日趋重要   

——电子行业周报（2024.05.27-2024.05.31）   

 

 

◼ 核心观点 

本周核心观点与重点要闻回顾 

玻璃基板：康宁将引入全新玻璃基板制造工艺，相关产业链或将受
益。康宁在供应的承接芯片（die）之间互联所用介质的玻璃基板和
用于 DRAM 芯片中研磨晶圆的玻璃载板外，将进一步引入全新的玻
璃基板制造工艺，并且已向多个客户提供样品。我们认为，玻璃基板
或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。 

铜连接：GB200采用铜缆连接，预估 2024年出货量为 42 万片，相关
产业链或将受益。GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink

技术，拥有超过 2英里的 NVLink铜缆。GB200在 2024 年预估出货量
为 42 万片，2025 年将达到 200 万片。我们认为，GB200 出货顺利或
将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。 

先进封装：台积电称 3D 芯片堆叠和先进封装技术日趋重要，先进封
装产业链有望持续受益。台积电称 3D 芯片堆叠和先进封装技术日趋
重要，未来将通过 3D 封装突破 1 万亿个晶体管。我们认为，先进封
装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 

算力芯片：Gartner 认为 2024 年全球 AI 芯片收入总额将达 712.52 亿
美元，算力芯片产业链有望持续收益。Gartner认为 2024年全球AI芯
片收入总额将达 712.52 亿美元，同比增长 33%。2025 年全球 AI 芯片
收入总额有望达到 919.55 亿美元，在 2024 年的基础上再增长约
29%。我们认为，AI推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。 

市场行情回顾 

本周（5.27-5.31），A 股申万电子指数上涨 2.84%，整体跑赢沪深 300

指数 3.44pct，跑赢创业板综指数 2.68pct。申万电子二级六大子板块
涨跌幅由高到低分别为：电子化学品 II(6.26%)、半导体(5.17%)、元
件(1.28%)、消费电子(1.08%)、其他电子 II(0.94%)、光学光电子(-

0.35%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势，海内外指数
涨跌幅由高到低分别为：申万电子(2.84%)、纳斯达克(-1.1%)、道琼
斯美国科技(-1.75%)、费城半导体(-1.87%)、台湾电子(-2.79%)、恒生
科技(-2.86%)。 

◼ 投资建议 

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英

伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏

主线、AI 为核心的算力芯片产业链。 

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建

议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等； 

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜

蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份； 

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加

速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等； 

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增

长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。 

◼ 风险提示 

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。 
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1. 本周核心观点及投资建议 

核心观点： 

玻璃基板：康宁将引入全新玻璃基板制造工艺，玻璃基板产业或将加速发

展。5 月 30 日消息，根据财联社报道，康宁韩国业务总裁霍尔（Vaughn 

Hall）在新闻发布会上表示，康宁希望利用其特殊的专有技术，扩大其在

半导体玻璃基板市场的份额。实际上，康宁当前的业务已经与芯片开发具

有高度相关性。目前康宁供应两种用于芯片生产的玻璃产品，一种是用于

处理器中介层的临时载体，即承接芯片（die）之间互联所用介质的玻璃基

板。另一种为用于 DRAM 芯片中研磨晶圆（wafer）的玻璃载板。康宁将

引入全新的玻璃基板制造工艺，使之能够放置于所有型号的芯片中，并且

目前已向多个客户提供样品。我们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域

的芯片，相关产业链有望持续受益。 

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业

链或将受益。根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个 Blackwell 

GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，展现了铜

缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心

设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省 20千

瓦的电力。根据科创板日报报道，从 CoWoS 先进封装产能研判，2024 年

下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场，2025 年产出量上看 150 万

至 200 万颗。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，

相关产业链有望持续受益。 

先进封装：台积电称 3D 芯片堆叠和先进封装技术日趋重要，相关产业链

有望持续收益。根据科创板日报援引 MoneyDJ报道，台积电亚太业务处长

万睿洋表示，人工智能（AI）正掀起第四次工业革命，也更加依赖高性能

计算（HPC）。万睿洋强调，3D 芯片堆叠和先进封装技术日趋重要，台积

电先进半导体技术领先全球，未来将实现单芯片上整合超过 2000亿个晶体

管，并通过 3D封装突破 1万亿个晶体管。我们认为，先进封装在算力时代

重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 

算力芯片：Gartner认为 2024年全球AI芯片收入总额将达 712.52亿美元，

算力芯片产业链有望持续收益。根据科创板日报报道，Gartner 认为 2024

年全球 AI 芯片收入总额将达 712.52 亿美元，同比增长 33%。2025 年全球

AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在2024年的基础上再增长约29%。

细分来看，2024 年来自计算电子产品领域的 AI 芯片收入将达到 334 亿美

元，占到整体的 47%。来自车用领域的 AI 芯片收入预计将达到 71 亿美元，

而消费电子领域的相关收入则将为 18 亿美元。我们认为，AI 推动算力需
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求攀升，相关产业链有望持续受益。 

投资建议： 

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达

GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI

为核心的算力芯片产业链。 

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关

注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等； 

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜蓝股

份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份； 

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成

长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等； 

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。

建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。  
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2. 市场回顾 

2.1. 板块表现 

本周（5.27-5.31），A 股申万电子指数上涨 2.84%，板块整体跑赢沪深

300指数 3.44pct，跑赢创业板综指数 2.68pct。在申万 31个一级子行业中，

电子板块周涨跌幅排名为第 1 位。 

图1:A 股申万一级行业涨跌幅情况（5.27-5.31） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

本周（5.27-5.31）申万电子二级行业中，电子化学品 II 板块上涨

6.26%，表现较好；光学光电子板块下跌 0.35%，表现较差。电子二级行业

涨跌幅由高到低分别为：电子化学品 II(6.26%)、半导体(5.17%)、元件

(1.28%)、消费电子(1.08%)、其他电子 II(0.94%)、光学光电子(-0.35%)。 

图2:A 股申万二级行业涨跌幅情况（5.27-5.31） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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本周（5.27-5.31）申万电子三级行业中，集成电路封测板块上涨

6.49%，表现较好；面板板块下跌 2.11%，表现较差。表现靠前的板块分别

为：集成电路封测(6.49%)、电子化学品Ⅲ(6.26%)、模拟芯片设计(6.18%)。

表现靠后的板块分别为：面板(-2.11%)、品牌消费电子(0.37%)、印制电路

板(0.52%)。  

图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（5.27-5.31） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势。本周（5.27-5.31），海

内外指数涨跌幅由高到低分别为：申万电子(2.84%)、纳斯达克(-1.1%)、道

琼斯美国科技(-1.75%)、费城半导体(-1.87%)  、台湾电子(-2.79%)、恒生科

技(-2.86%)。 

图4:海内外指数涨跌幅情况（5.27-5.31） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

 

2.1. 个股表现 
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本周（5.27-5.31）个股涨跌幅前十位分别为：英力股份（+48.56%）、

光大同创（+48.1%）、骏成科技（+44.35%）、上海贝岭（+39.68%）、国科

微（+38.69%）、台基股份（+37.62%）、容大感光（+32.97%）、万祥科技

（+26.78%）、富满微（+22.32%）、凯华材料（+20.31%）。个股涨跌幅后

十位分别为：超华科技（-23.01%）、创益通（-18.2%）、凯旺科技（-

17.74%）、华微电子（-17.02%）、ST 恒久（-16.94%）、奕东电子（-

16.64%）、隆扬电子（-15.39%）、胜蓝股份（-14.08%）、*ST 瑞德（-

13.77%）、雷曼光电（-13.67%）。 

 
表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（5.27-5.31） 

周涨跌幅前 10 名 周涨跌幅后 10 名 

证券代码 股票简称 周涨幅(%) 证券代码 股票简称 周跌幅(%) 

300956.SZ 英力股份 48.56% 002288.SZ 超华科技 -23.01% 

301387.SZ 光大同创 48.10% 300991.SZ 创益通 -18.20% 

301106.SZ 骏成科技 44.35% 301182.SZ 凯旺科技 -17.74% 

600171.SH 上海贝岭 39.68% 600360.SH 华微电子 -17.02% 

300672.SZ 国科微 38.69% 002808.SZ ST 恒久 -16.94% 

300046.SZ 台基股份 37.62% 301123.SZ 奕东电子 -16.64% 

300576.SZ 容大感光 32.97% 301389.SZ 隆扬电子 -15.39% 

301180.SZ 万祥科技 26.78% 300843.SZ 胜蓝股份 -14.08% 

300671.SZ 富满微 22.32% 600666.SH *ST 瑞德 -13.77% 

831526.BJ 凯华材料 20.31% 300162.SZ 雷曼光电 -13.67% 

资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

  



行业周报 

请务必阅读报告正文后各项声明 8 

3. 行业新闻 

康宁加注玻璃基板，称将引入全新的玻璃基板制造工艺 

5 月 30 日消息，根据财联社报道，康宁韩国业务总裁霍尔（Vaughn 

Hall）在新闻发布会上表示，康宁希望利用其特殊的专有技术，扩大其在

半导体玻璃基板市场的份额。实际上，康宁当前的业务已经与芯片开发具

有高度相关性。据悉，目前康宁供应两种用于芯片生产的玻璃产品，一种

是用于处理器中介层的临时载体，即承接芯片（die）之间互联所用介质的

玻璃基板。另一种为用于 DRAM 芯片中研磨晶圆（wafer）的玻璃载板。

康宁将引入全新的玻璃基板制造工艺，使之能够放置于所有型号的芯片中，

并且目前已向多个客户提供样品。据 Prismark 预测，2026 年全球 IC 封装

基板行业规模将达到 214 亿美元，而随着英特尔等厂商的入局，玻璃基板

对硅基板的替代将加速，预计 3 年内玻璃基板渗透率将达到 30%，5 年内

渗透率将达到 50%以上。 

资料来源：（财联社） 

 

AMD、英特尔、思科、谷歌、微软等推 UALink 标准 

5 月 31 日消息，根据 IT 之家报道，AMD、谷歌、微软、英特尔

（Intel）、博通（Broadcom）、思科（Cisco）等诸多科技巨头组建“复仇者

联盟”，携手推出 UALink 行业标准，要挑战“灭霸”英伟达的 NVLink 技术。

这些科技巨头本周四宣布成立名为“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”

的新联盟，计划制定、推广 UALink 行业标准，领导数据中心中 AI 加速器

芯片之间连接组件的发展。UALink 背后的理念雄心勃勃，可以连接多达 

1024 个端点，简单地说，就是可以将大量加速器连接在一起，共同完成大

规模计算任务。UALink 最酷的一点在于，它不仅适用于大型企业。它为

行业中的每个人打开了一扇门，让他们不仅在规模上，而且在创新方面都

能跟上英伟达的步伐。博通公司（Broadcom）已经开始生产 UALink 交换

机，这将有助于其他公司扩大运营规模。UALink 标准推广落地也有利于

整个 AI 行业，该标准鼓励合作与创新，目标是搭建更快、更高效的人工智

能系统，完成更复杂的任务。 

资料来源：（IT之家） 

 

台积电技术论坛：AI 掀起第四次工业革命 

5月 23日消息，根据科创板日报援引 MoneyDJ报道，台积电亚太业务

处长万睿洋表示，人工智能（AI）正掀起第四次工业革命，也更加依赖高

性能计算（HPC）。万睿洋强调，3D 芯片堆叠和先进封装技术日趋重要，

台积电先进半导体技术领先全球，未来将实现单芯片上整合超过 2000亿个

晶体管，并通过 3D 封装突破 1 万亿个晶体管。 

资料来源：（科创板日报） 
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上海：加大关键行业关键芯片的规模化应用 打造创新高端芯片 

5 月 31 日消息，根据财联社报道，上海市经济和信息化委员会等七部

门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项

行动》。其中提到，创新芯片进设备。加大关键行业关键芯片的规模化应

用，打造创新高端芯片。支持车规芯片、服务器芯片、手机及个人 PC 主

控芯片、工控 MCU、FPGA、单北斗芯片和高端模拟芯片等相关芯片的首

次应用，自主品牌新能源汽车创新芯片应用比例不断提高。 

资料来源：（财联社） 

 

Gartner：2024 年全球 AI 芯片收入总额将达 712.52 亿美元 同比增长 33% 

5 月 30 日消息，根据科创板日报报道，市场调查机构 Gartner 认为，

2024 年全球 AI 芯片收入总额将达 712.52 亿美元，同比增长 33%。2025 年

全球 AI 芯片收入总额有望达到 919.55 亿美元，在 2024 年的基础上再增长

约 29%。细分来看，2024 年来自计算电子产品领域的 AI 芯片收入将达到

334亿美元，占到整体的 47%。来自车用领域的 AI芯片收入预计将达到 71

亿美元，而消费电子领域的相关收入则将为 18 亿美元。 

资料来源：（科创板日报） 

 

GB200 采用 NVLink 技术，展现铜缆连接在高性能计算领域的潜力 

3 月 29 日消息，根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个

Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，

展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其

数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架

节省 20 千瓦的电力。 

资料来源：（财联社） 
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4. 公司动态 

【东芯股份】公司 SLCNANDFlash 产品已完成晶圆制造和功能性验证 

5 月 28 日消息，东芯股份在投资者调研纪要中表示，公司基于 2xnm

制程，SLCNANDFlash 系列新产品陆续进入研发设计、首次晶圆制备、晶

圆 测 试 、 样 品 送 样 等 关 键 阶 段 。 公 司 积 极 推 进 先 进 制 程 的

1xnmSLCNANDFlash 产品的研发及产业化进程，前期已完成晶圆制造和功

能性验证，目前正处于晶圆测试及工艺调整阶段，以进一步提升产品可靠

性水平。 

资料来源：（投资者调研纪要） 

 

【豪声电子】公司已开发出一种橡胶振膜材质的微型扬声器 

5 月 29 日消息，豪声电子在投资者调研纪要中表示，振膜作为微型扬

声器的核心部件之一，其重要性主要体现在声音产生的关键、声音质量的

保障、耐用性和可靠性的保障、技术参数的直接影响以及微型扬声器设计

中的关键因素等方面。而公司之所以选择橡胶振膜作为一个开发方向，主

要在于橡胶振膜具备优异的耐磨性、耐腐蚀性、抗老化性等物理性能，以

及出色的声学性能，能够有效减少声音失真和杂音，提供更为纯净和清晰

的音质，且低频播放效果尤为突出，能为用户带来深沉而丰富的低音体

验，同时具有良好的可塑性和加工性，能为智能手机、平板电脑等便携式

电子设备提供高质量、小体积的音频解决方案。目前公司已向客户提供采

用橡胶振膜材质的微型电声产品。 

资料来源：（投资者调研纪要） 

 

【华峰测控】公司新产品 STS8600 取得很大进步 

5月 31日消息，华峰测控在投资者调研纪要中表示，在 2023年 6月份

上海举办的 SEMICON 展会上，公司首次推出了全新一代机型 STS8600。

2024 年 3 月份，同样是在上海举办的 SEMICON 展会上，公司展出的

STS8600 已经取得了很大的进步。该机型可以覆盖大规模 SoC 芯片（高速

数字电路、高性能混合电路、微波/射频电路、通讯接口电路、CPU芯片等）

的测试。截至目前，正在针对该机型进行新板卡开发和客户验证。未来公

司将 STS8600 推向市场以后，将大幅扩大公司产品的测试覆盖范围，至少

比现有的测试范围扩大一倍以上。 

资料来源：（投资者调研纪要） 
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5. 公司公告 

表2:电子行业本周重点公告（5.27-5.31） 
日期 公司 公告类型 要闻 

2024/05/27 士兰微 解禁预告 
公司本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股，本次股票上市流通总数为

2.48 亿股，上市流通日期为 2024年 6月 3 日。 

2024/05/27 华海清科 解禁预告 
公司限售股份约 109.03万股将于 2024年 6月 11日解禁并上市流通，占公司总股

本比例为 0.686%。 

2024/05/28 有研新材 利润分配 
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 846,553,332 股为基数，每股派发现金

红利 0.138 元（含税），共计派发现金红利 116,824,359.82 元。 

2024/05/29 环旭电子 利润分配 
公司将于 2024 年 6 月 5 日发放 2023 年年度现金红利，每股派 0.27 元(含税)。此

次权益分派的股权登记日为 2024年 6月 4 日，除权(息)日为 2024 年 6 月 5日。 

2024/05/29 捷捷微电 利润分配 
2023 年年度权益分派方案，拟每 10 股派 0.58 元，合计派发现金红利 4262.23 万

元。 

2024/05/29 景旺电子 利润分配 

2023 年年度方案以实施前的公司总股本 841,874,087 股为基数，拟每 10 股派 5.0

元，股权登记日为 6 月 5 日，除权除息日为 6 月 6 日，派息日为 6 月 6 日，合计

派发现金红利 4.21 亿元。 

2024/05/30 星宸科技 利润分配 

以公司现有总股本 42,106.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元

（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分

配。 

2024/05/30 长信科技 利润分配 

以公司 2023 年年末总股本 2,454,922,028 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70

元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 171,844,541.96 元，剩余未分配

利润结转下一年度。 

2024/05/30 永新光学 利润分配 

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 111,170,500 股为基数，每股派发现金

红利 0.955 元（含税），共计派发现金红利 106,167,827.50 元，股权登记日为 6 月

5 日，除权除息日为 6 月 6 日，派息日为 6 月 6 日。 

2024/05/31 卓胜微 利润分配 

以公司当时总股本 533,815,206 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.24

元（含税），共计 119,574,606.14 元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股

本。 

2024/05/31 传音控股 利润分配 

2023 年年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 806,565,200 股为基数，

拟每 10 股转增 4.0 股派 30.0 元，股权登记日为 6 月 6 日，除权除息日为 6 月 7

日，派息日为 6 月 7 日，合计派发现金红利 24.2 亿元。 

资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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6. 风险提示 

1）中美贸易摩擦加剧的风险 

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司

的经营受到较大影响的风险。 

 

2）下游终端需求不及预期的风险 

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动

的风险。 

 

3）国产替代不及预期的风险 

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。 
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